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In Asien beherrschen Video-Grofbildschirme den offentli-
chen Raum — eine Entwicklung, die hier in Deutschland
bislang kaum anzutreffen ist. Unterschiedliche Technolo-
gien kommen zum Einsatz — hier das LED-CarbonLight
Display Modul der CLO-Serie von Leyard

icalll

ILFA und Kraus entwickelten gemeinsam Grundlagenseminar Qualitétssicherung in der Bei der THT-Bauteilpriifung setzt ebm-papst
einen Embedding-Prozess fiir kleine Serien Bauteilreinigung auf AOI-Systeme von Gopel
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Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung
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Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
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Im IFA Innovations Media Briefing bekam die Presse bereits vorab Ein-
blick, was das weltgrofte Event der Consumer Electronics bieten wird
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und dem Luftfahrt-Bereich.

Weitere Informationen: www.cieluch.de

Das Ingenieurbiiro Markus Cieluch GbR présentiert sich als
Leiterplatten Layout Service. Mit iiber 20 Jahren Layout-
Erfahrung kennt es alle Anforderungen aus dem kommer-
ziellen, medizinischen und ebenso aus dem militarischen

GroBe Erfahrung gibt es auch in der Hochspannung,

mit Schaltreglern und High-Speed Anwendungen.

Im Bereich Leiterplatten-Design wird ein Vor-Ort Service
angeboten, der auch International genutzt werden kann.
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